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2023-10—2029-09：8 家厂商的官方事件与计划；按最新公告修正，保持原始日期精度。
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2024 2025 2026 2027 2028 20292023 Q4 2029 Q3

今天 2026-10-07

NVIDIA
H200

2023-11-13 · 公告 [A1]

Blackwell / GB200

2024-03-18 · 公告 [A3]

Ultra / GB300

2025-03-18 · 公告 [A4]

Vera Rubin

2026-01-05 · 已生产* [A5]

Rubin 合作伙伴供货

2026 H2 · 官方计划 [A5]

Rubin Ultra

2027 H2 · 官方计划 [A6]

Feynman

2028 · 官方计划 [A7]

AMD
MI300X

2023-12-06 · 可用 [A11]

MI325X

2024-10-10 · 发布 [A13]

MI355X

2025-06-12 · 发布 [A14]

MI455X / Helios

2026-07-23 · 已生产* [A15]

MI500 Series

2027 · 官方计划 [A15]

MI600 Series

2028 · 官方计划 [A15]

Google
Trillium / TPU6

2024-12-11 · GA [A16]

Ironwood / TPU7

2025-04-09 · 公告 [A17]

TPU8t / TPU8i

2026-04-22 · 公告 [A19]

AWS
Trainium2 / Trn2

2024-12-03 · 可用 [A21]

Trainium3 / Trn3

2025-12-02 · GA [A22]

Trainium4

2027 · 官方计划 [A23]

Microsoft
Azure Maia

2023-11-15 · 公告 [A24]

Maia200

2026-01-26 · 已部署* [A25]

Meta
MTIA300

2026-03-11 · 已生产* [A26]

MTIA400

2026-03-11 · 已测试* [A26]

MTIA450

2027 年初 · 官方计划 [A26]

MTIA500

2027 · 官方计划 [A26]

Huawei
Atlas950 SuperPoD

2026-09-18 · 建设中* [A27]

Ascend960DT

2027 Q1 · 官方计划 [A27]

Ascend960PR

2027 Q3 · 官方计划 [A27]

Ascend970

2028 · 官方计划 [A27]

Ascend980

2029 → · 官方计划 [A27]

Intel
Gaudi3

2024-04-09 · 公告 [A28]

CrescentIsland

2026 H2 · 计划送样 [A30]

事件与供货分开

公告时已生产不是首次生产日期。Ironwood 当前已
GA；TPU8 当前 coming soon。Crescent Island 为送样目标
，不等于商用。

最新计划覆盖旧参考

AMD MI500 / MI600：2027 / 2028 [A15]。华为 960DT /
PR：2027 Q1 / Q3 [A27]。年初不是已确认 Q1；980 全年窗口
延伸到图外。

日期精度与空白

圆点为日级事件；虚线框为计划标签；下方短线保留日期范围
，不代表生命周期。未核实的未来代际不填充；来源核查日为
2026-10-07。

* 为公告时状态，不是首次发生日期；英文 Ann.=公告，Prod.=公告时已生产，Plan=官方计划。全部来源与事件详情见证据附录。


